
九工大マイクロ化総合技術センターにおける
半導体人材育成の取組みと強化

九州工業大学 マイクロ化総合技術センター
中村 和之

社会人向け実習セミナー 2022年度A日程
（全国高専教員:17名）
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最先端ではないところが逆にポイント：
・4-inchウエハ使用 (直接ハンドリング可能)
・1-μm ポリシリゲート 1層アルミCMOSプロセス（光学目視可能）

社会人向けプロセスセミナーを毎月開催

レジスト塗布

光学
顕微鏡

エッチング

イオン注入
熱酸化

・4日間でCMOS ICを自ら試作
・最終日に測定実施
・ダイシングしたチップを進呈

光学露光

マニュアル測定

完成ウエハ

リソ工程

現像

成膜
（スパッタ）

半導体全体俯瞰人材の育成



リアルセミナー受講者の内訳

2018～2022年度 社会人セミナー（プロセス） リアル受講者228名

2021年度D日程 2022年度G日程

遠隔版セミナーも構築：
12名(2020)→350名(2021)→500名(2022)

プロセスセミナーの急成長 (2018-2022)



〇独自デバイス設計開発実習（R5公開準備中）
マイクロ化総合技術センターの製造ラインにより試作可能な1.0um CMOS  2層配線ルールで、

LSIの設計を行い、試作LSIの評価まで行います。未経験者でも、担当教員による設計指導とサポー
トを受けることができ、3.0x3.0mm角のLSIチップを完成させます。トランジスタレベルの回路設計、

回路シミュレーション、レイアウト設計、レイアウト検証等の設計ツールは全て内製またはフリーソフト
を利用します。独自デバイスの 企画、設計、試作、評価 をリスキリングすることで、半導体を熟知し
た新世代デジタル人材を育成します。

（１） 回路設計 （２） レイアウト設計

（自ら試作も可能）

九工大半導体中核人材リスキリングセンター（R5設立）

（３） 評価

配線多層化
化学機械
研磨装置（CMP）

KPI(2022→2028)：
・セミナー受講者：700→2,100名/年
・リカレント・リスキル教育プログラム：1→5件
・社会人ドクター受入数：0→10名

・教育人材増強（教員/高度専門職 ＋４名）：
・設計系（＋２）：デザインキット構築・設計
・デバイス系（＋２）： 多層CMOS LSIの開発・試作

・配線多層化装置導入

人材育成急拡大への対応




